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Pierwowzór układu połączeń do obwodów drukowanych
Patent trwa od dnia 14 października 1960 r.

Do szkicowego opracowania pierwowzoru
układu połączeń drukowanych stosuje się pod¬
stawową siatkę milimetrową, na której ustala
się znormalizowane odległości (tzw. raster), przy
czym ze względu na małe wymiary wykonuje
się rysunek w czterokrotnym powiększeniu. Ry¬
sunek układu połączeń drukowanych powinien
być tak zaprojektowany, ażeby przewody łączą¬
ce poszczególne podzespoły nie krzyżowały się
ze sobą i przebiegały w określonej odległości
od siebie. Do tego celu stosuje się nieprzeźro¬

czyste makiety, określające wymiary podzespp-
łów i położenie ich końcówek (wyprowadzeń)
jak przedstawiono na fisg. 1, no której literą Ą
oznaczono podstawę, a literami C, L, P, R ma¬
kiety podzespołów powszechnie stosowanych
w elektronice. Po odpowiednim rozmieszczeniu
makiet oznacza się wszystkie punkty wyprowa¬
dzeń podzespołów (punkty lutownicze), a na-

*) Właściciel patentu oświadczył, że współ¬
twórcami wynalazku są inż. Ignacy Pietrzyk
i mgr inż. Stanisław Bobin.

stępnie rysuje się układ przewodów. Jest to
utrudnione ponieważ układ ścieżek przewodzą¬
cych od [strony podzespołów jest przynajmniej
częściowo niewidoczny, a przy tym pionowy
rzut na płytę podstawową wraz ze znajdujący¬
mi się na niej makietami oraz wszystkie punk¬
ty lutownicze i łączące je przewody są zwier¬
ciadlanym odbiciem właściwego obrazu, który
ma być rysowany. Właściwy układ podzespo¬
łów, pozwalający na wykonanie prawidłowego
rysunku otrzymuje się po wielokrotnych pró¬
bach, co prawie zawsze jest połączone z kilka¬
krotnym szkicowaniem, a zatem powoduje stra¬
tę czasu.

W pierwowzorze według wynalazku stosuje
się makiety podzespołów wykonane z przeźro¬
czystych płytek, przy czym dla odróżnienia każ¬
dy rodzaj podzespołów jest oznaczony innym
kolorem. Na fig. 2 literą B oznaczono płytę pod¬
stawową a literami C, L, R i P makiety pod¬
zespołów. W miejscach wyprowadzeń końcó¬
wek lutowniczych wykonuje się w makietach
otwory. Tak przygotowane makiety za pomocą



odrowiednio wykonanych kształtek (fig. 3), przy¬
mocowuje się do płytki podziałowej z mate¬
riału przeźroczystego, np. z pleksiglasu, z na¬
niesioną siatką podstawową, która w miejscach
przecięcia się linii poziomych i pionowych (ras¬
ter) posiada otwory o tej samej średnicy, co
i otwory makiety.

Zgodnie z elektrycznym schematem ideowym,
między kształtkami rozpina się nici gumowe
imitujące przewody, których ułożenie można
dowolnie kształtować i w ten sposób uzyskać
wymagany układ dla połączeń drukowanych.

Pierwowzór pozwala na dokonywanie szyb¬
kich zmian położenia podzespołów i przewodów
i na wykonanije szeregu prób w celu uzyskania
najkorzystniejszego układu połączeń, a poza tym
wyklucza możliwości powstawania błędów przy
szkicowaniu.

Po odwróceniu płyty na drugą stronę (fig. 4)
rysuje się natłuszczoną kredką dobrze widoczny
poprzez płytę i makiety podzespołów szkic
układu połączeń, który przenosi się na papier
lub płytę jedną ze znanych metod, co nie przed¬
stawia większych trudności, po czym makiety
oraz płytę podstawową można użyć do projek¬
towania innego układu.

Opisany pierwowzór znajduje zastosowanie
przy projektowaniu wszelkiego rodzaju apara¬
tów elektronowych takich, jak radioodbiorniki, -
odbiorniki telewizyjne, układy maszyn liczą¬
cych itp., w których mają być stosowane ukła¬
dy połączeń drukowanych. Oszczędność na cza¬
sie projektowania uzyskana po zastosowaniu
wynalezionego pierwowzoru wynosi około 80%
w stosunku do pierwowzorów dotychczas sto¬
sowanych.

Zastrzeżenia patentowe

1. Pierwowzór układu połączeń do obwodów
drukowanych, znamienny tym, że stosuje się
makiety podzespołów, wykonane z przeźro¬
czystych płytek z otworami w miejscach wy¬
prowadzeń końcowych, które są przymoco¬
wane do płyty podziałowej (raster) z otwo¬
rami w punktach przecięcia się linii piono¬
wych i poziomych za pomocą kształtek, wsu¬
wanych w te otwory.

2. Pierwowzór według zastrz. 1, znamienny
tym, że między odpowiednimi kształtkami,'
mocującymi makiety, są rozpięte nici gumo¬
we imitujące przewody.
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